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Przygotowanie
dokumentacji
technologicznej to
pierwszy 1jeden

z najwazniejszych
elementow catego
procesu produkcji
obwodow
drukowanych.

Sposdb, w jaki obwody zostaty zaprojektowane, przektada sie
bezposrednio na szybkosc¢ ich wytworzenia, finalng jakosc¢ oraz koszt.

Juz na etapie projektu konstruktorzy decydujg o tym, czy proces
produkcji PCB bedzie przebiegat bez koniecznosci dodatkowych
konsultacji i wyjasnien z zespotem technicznym producenta. Na tym
etapie takze istnieje mozliwos¢ zminimalizowania ryzyka wystgpienia
problemoéw jakosciowych.

Poprzez drobne zmiany w projekcie mozna wyeliminowac¢ wiele
potencjalnych btedow, zapewniajgc tym samym wyzszg jakosc
produktu koncowego. Niejasnosci i nieprecyzyjne informacje

w dokumentacji powodujg czesto duze problemy we wtasciwej
interpretacji oczekiwan klienta i moga prowadzi¢ do wyprodukowania
obwoddw niespetniajgcych jego wymagan.

Rekomendacje producentow

Prawidtowa dokumentacja 1

Nieprawidtowosci

Grubos¢ koncowa laminatu J
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Rekomendacje producentow

obwodow drukowanych

Najwazniejszg grupg parametréw obwodu drukowanego s3 jego
wtasciwosci elektryczne. Przed przystgpieniem do projektowania
warto jednak zapoznac sie z mozliwosciami produkcyjnymi dostawcy,
u ktorego zleca sie realizacje zlecenia. Kazdy producent okresla
zasady oraz parametry, wedtug ktorych nalezy przygotowac projekt.
Rekomendowane sg miedzy innymi:

minimalne odlegtosci miedzy elementami przewodzgcymi,
minimalne szerokosci przewodnikow,

minimalne $rednice otworow i wielkosci pierscieni,
minimalne odstoniecia na masce,

maksymalna liczba warstw itd.
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Prawidtowa dokumentacja produkcyjna

powinna zawiera¢ minimalng liczbe
plikdw gwarantujgcg jej tatwa
1jednoznaczng interpretacje.

Zasada ta dotyczy zarowno akceptowanych formatdw plikow, jak i dopuszczalnego
przez producenta jezyka. Zazwyczaj pliki w jezyku angielskim czy niemieckim

nie sg ograniczeniem. Umieszczanie w dokumentacji plikdw nadmiarowych czy
nieprzydatnych z punktu widzenia produkcji PCB utrudnia jej analizowanie.

. Dotyczy to gtownie duzej grupy zbiorow dla
b automatycznego montazu (BOM, Pick & Place), not
katalogowych elementow, instrukcji uruchamiania
1 testowania funkcjonalnego zmontowanych pakietow,
a takze dokumentow informujgcych o zmianach

Niedopuszczalne jest dostarczanie w jednej dokumentacji réznych rewizji projektu
oraz kilku specyfikacji technologicznych, ktére mogg wzajemnie sie wykluczac.

wprowadzonych w poszczegoélnych rewizjach projektu.

Dobrg praktykg jest zatgczenie wypetnionej karty technologicznej
udostepnionej na stronie internetowej producenta.
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Nieprawidtowosci w dokumentacji technologicznej

Dokumentacja produkcyjna powinna zawierac jedng specyfikacje technologiczng (tzw. karte
technologiczng), w ktdrej zapisy umozliwiajg jednoznaczng interpretacje informacji. Typowe
uchybienia specyfikacji odnoszg sie do nieprawidtowych zapisow dotyczgcych grubosci warstw
miedzi, laminatu oraz opisow budow obwodow wielowarstwowych.

Grubosci warstw miedzianych

Specyfikowana w karcie technologicznej grubos¢ warstw
miedzianych jest interpretowana przez producentéw PCB

jako docelowa (koricowa), o ile klient wyraznie nie zapisat, ze
dotyczy ona miedzi bazowej, bedacej gruboscia folii miedzianej
bazowego laminatu zastosowanego do produkcji.

Koncowa grubos¢ warstw miedzianych jest ostateczng gruboscig mozaik

w wyprodukowanym obwodzie i w przypadku obwoddw z metalizacja (ptyty
dwustronne i wielowarstwowe) jest ona sumg grubosci miedzi bazowej
laminatu i naktadanej galwanicznie (rzedu 25-30 pum). Oznacza to, ze do
produkcji obwoddw dwustronnych ze standardowg gruboscig miedzi koncowej
35 pm stosowany jest laminat bazowy z miedzig 18 pm oraz ze nie jest mozliwe
uzyskanie koncowej grubosci miedzi 18 ym dla tego typu obwodow.

Grubosci laminatow

Podobnie jak dla mozaik, takze dla laminatow stosuje
sie pojecia grubosci bazowej i konncowej.

Grubosc bazowa jest poczatkowa gruboscia laminatu wykorzystywanego do
produkcji, ktdra dla obwodow jedno— i dwustronnych, za wyjatkiem rdzeni
obwodow wielowarstwowych, zawiera grubosci folii miedzianych. Koncowa
grubosc¢ laminatu jest powiekszona o grubosci naktadanych podczas produkcji
powtok: miedzi galwanicznej, pokrycia (cyny; ztota oraz niklu) oraz masek
antylutowniczych.
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W przypadku, kiedy grubos¢ koncowa
laminatu jest niekrytyczna, w karcie
technologicznej najlepiej operowac bazowg
gruboscig laminatu 1jej tolerancja.

Budowy obwodow wielowarstwowych

Parametry budowy obwodu

wielowarstwowego, czyli przekroju
poprzecznego informujgcego o uktadzie i typie
poszczegoblnych warstw, powinny juz na
etapie projektowania uwzglednia¢ mozliwosci
technologiczne oraz materiaty, jakimi eza ¥ 817 ¥ a05 ¥ a0 p—
dysponuje producent PCB. Zastosowanie f T _f - T::E-.E_mﬂ-'s?s—f
specyficznych rdzeni i prepregdw (pre—
impregnated materials — mieszanina wtokna

szklanego i zywicy) oraz ich nietypowego
wzajemnego uktadu moze uniemozliwi¢ F'_'T— S : L
produkcje obwodu.

W miare mozliwosci warto projektowac

budowy symetryczne wzgledem srodka
przekroju poprzecznego, co pozwoli
uzyskac zblizone napiecia powierzchniowe
z obu stron laminatu. Niekiedy wykonanie
symetrycznej budowy jest niemozliwe, np.

11 I|11ll

ze wzgledu na okreslone impedancje mozaik,
co moze przyczynic sie do wichrowania

sie gotowych obwodow podczas lutowania
na linii montazowej. Zjawisko to jest
spowodowane wystepowaniem roznych

naprezen powierzchniowych laminatu wskutek
niesymetrycznej struktury.
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Innym zagadnieniem zwigzanym z projektowaniem
budowy jest liczba i typy uzytych prepregow. Wiekszos¢
producentdw obwododw, zaleca stosowanie co najmniej
dwoch prepregdw rozdzielajgcych sgsiednie warstwy
przewodzgce, gdyz uzycie pojedynczego znacznie podnosi
ryzyko delaminacji oraz odstoniecia $ciezek. Z drugiej
strony jedynym ograniczeniem maksymalnej liczby

prepregow jest grubos¢ laminatu po sprasowaniu.

W przypadku obwodow wielowarstwowych ze slepymi
przelotkami wystepuje zaleznosc¢ ich srednicy od
dopuszczalnej gtebokosci wiercenia i w efekcie mozliwej
liczby warstw do potgczenia. Redukcji rozmiarow slepych
przelotek sprzyja jak najmniejsza odlegtos¢ pomiedzy
tgczonymi warstwami.

Innym uchybieniem dokumentacji ptyt wielowarstwowych jest brak informacji o kolejnosci

warstw wewnetrznych. Taka informacje mozna przekaza¢ poprzez odpowiednie nazewnictwo
plikow mozaik, ponumerowanie warstw na mozaikach lub opis stowny w specyfikacji.
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Customer
Shaped Service

Producent obwodow drukowanych
z ponad 35-letnim doswiadczeniem.

www.tspcb.pl
office@tspcb.pl
+48 58 34042 54



